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シーズの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セラミックスは工業応用に対し多くの優れた特性を有してい

る。耐熱性、耐腐食性、電気的特性、工学的特性などである。セ

ラミックスは脆性材料なので、工業製品への応用には接合が不可

欠になる。しかし従来の金属従来法は、装置が大型で、かつ処理

に時間がかかるため、新しい技術の開発が望まれている。ここで

提案するのはセラミックスの間にチタン等の金属箔を挟み、これ

を大電流で溶融、気化、さらにはプラズマ化することでセラミッ

クスの接合を行なうものである。この技術の利点は、１）短時間

でプロセスが終了すること、２）大気圧下でも接合可能なこと、

３）高融点材料も接合材

として使用できる点であ

る。従来法では、電気炉

全体を真空に排気し、そ

の後温度を金属箔の融点

まで上げ、しばらく放置

した後冷やすことで行な

っていた。本提案の接合

法は、システムが単純に

なる等の利点も加わる。

右図は張り合わせたセラ

ミックスの断面を示す。

多少のクラックは発生し

ているが、境界面は滑ら

かであることがわかる。 

本手法を用いてセラミ

ックス板３枚を張り合わ

せて作製したハンダ用の

溝を右に示す。 
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